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рынок

новости рынка
Ассоциация IPC (Association Connecting Electronics Industries) 

объявляет о начале работы российской рабочей группы по коррек-
ции переводов стандартов IPC.

На организационном собрании российской рабочей группы, 
проходившем в рамках выставки «РАДЭЛ: Радиоэлектроника и при-
боростроение 2009» 2 декабря 2009 года, было решено начать дан-
ную работу со стандарта IPC-T-50, посвященного терминологии. Все 
заинтересованные компании могут принять участие в коррекции 
данного перевода, высказав свои замечания и предложения, а так-
же проголосовав за принятие редакции перевода.

Предварительная русскоязычная редакция данного документа 
доступна для чтения через специализированный интернет-ресурс, 
подготовленный компанией «Абсолют Электроника», выполнив-
шей перевод стандарта.

Для получения доступа к данному ресурсу и участия в редак-
тировании документа необходимо прислать заявку представи-
телю IPC в России Юрию Ковалевскому по электронной почте 
ykovalevsky@ipc.org с указанием названия организации, ее облас

ти деятельности, имени, фамилии, должности, телефона и адреса 
электронной почты контактного лица. От одной компании может 
быть получено несколько заявок.

Несмотря на то, что жесткие сроки получения заявок не устанав-
ливаются, и, по возможности, будут учтены все мнения и пожела-
ния, полученные вплоть до утверждения окончательной редакции 
перевода, чем раньше будут получены заявки, тем полнее и эффек-
тивнее будет участие компаний в данной работе, которая позволит 
представителям российской электронной промышленности более 
плодотворно использовать признанные во всем мире документы, 
содержащие передовой производственный опыт, преодолев язы-
ковой барьер.

По всем вопросам, связанным с деятельностью IPC в России, Вы 
можете обращаться к представителю IPC в России Юрию Ковалев-
скому Ykovalevsky@ipc.org.

www.russianelectronics.ru

Ассоциация IPC приглашает принять участие в обсуждении перевода 
стандарта IPC-T-50

новости рынка
Компания ECD в рамках выставки PRODUKTRONIKA-2009 пред-

ставила уникальное решение, позволяющее использовать термо-
профайлеры не только для термопрофилирования, но и для мони-
торинга влажности в шкафах сухого хранения.

Новейшая система получила название XDry M.O.L.E. Она состоит 
из базового термопрофайлера V-M.O.L.E.® и специального датчика 
влажности, подключаемого к термпопрофайлеру. Данная система 
разработана производителем для контроля процесса сушки в шка-
фах, использующих для сушки воздушные потоки с минимальным 

содержанием влажности. Технология XDry M.O.L.E. позволит поль-
зователю получать информацию о малейших изменениях темпера-
туры и влажности внутри сушильного шкафа. Считывая данные с 
системы мониторинга, оператор может управлять процессом суш-
ки печатных узлов.

Более подробную информацию можно получить в отделе Техно-
логического оборудования компании «Универсалприбор».

www.russianelectronics.ru

Термопрофилирование и мониторинг влажности
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организация производства

На современном этапе можно 
выделить следующие предпосылки 
успешного развития радиоэлектрон-
ной отрасли в России.

–	 В последнее время наметилась 
устойчивая тенденция выхода миро-
вой экономики из кризиса.

–	 По оценкам экспертов Россия 
имеет все шансы на сравнительно бы-
строе восстановление экономики.

–	 Правительством Российской 
Федерации объявлен курс на «модер-
низацию экономики и уход от сырье-
вого принципа».

–	 Радиоэлектроника  — важней-
шая отрасль промышленности, без 
продукции которой не смогут эффек-
тивно функционировать большинство 
других отраслей. Радиоэлектроника 
производит больше добавочной стои-
мости, чем любая другая отрасль про-
мышленности и контролирует в три 
раза больше рабочих мест, чем лю-
дей, занятых в ней непосредственно. 
Инвестиции в радиоэлектронику со-
ставляют 30% от общих инвестиций 
в промышленность. Ожидается, что в 
последующие 10 лет радиоэлектрон-
ная отрасль увеличит более чем в два 
раза мировой ВВП.

–	 Радиоэлектронная промышлен-
ность является наиболее динамично 
развивающейся отраслью и весьма 
привлекательна для развития бизнеса 
и инвестиций.

Основные фазы бизнес-процесса, 
включающие разработку, производство 
и поставку изделий радиоэлектроники, 
представлены на рис. 1.

Успех бизнес-процесса может 
быть обеспечен при достижении двух 
основных показателей: конкуренто-
способности продукции и своевре-
менного вывода на рынок новых из-
делий.

Станислав Гафт, технический директор, ЗАО Предприятие Остек, lines@ostec-smt.ru

Концепция создания эффективных производств 
российской электронной отрасли

В современных условиях, когда наметилась тенденция выхода российской экономики из финансово-экономического 
кризиса, Президентом и Правительством Российской Федерации провозглашен курс на «модернизацию экономики и 
уход от сырьевого принципа». Радиоэлектронная отрасль является одной из ключевых отраслей, развитие которой 
определяет общее состояние экономики страны. Данная статья посвящена ключевым аспектам построения современ-
ного эффективного электронного производства.

Для обеспечения быстрого выво-
да новых изделий на рынок и выпуска 
высокотехнологичной, качественной, 
надежной и конкурентоспособной 
продукции необходимо построение 
эффективного производства.

Основными параметрами, опреде-
ляющими конкурентоспособность 
выпускаемой продукции, являются:

–	 высокая функциональность;
–	 эргономичный дизайн;
–	 пониженные размеры и вес;
–	 оптимальная цена;
–	 качество и надежность.
Если первые три показателя долж-

ны быть обеспечены в процессе раз-
работки и конструирования, а по-
следний  — в процессе производства, 
то на формирование цены оказывают 
влияние обе указанные фазы бизнес-
процесса.

Как правило, разработчик опреде-
ляет, какие компоненты, комплек-
тующие и материалы, будут использо-

ваться в новом изделии. Их стоимость 
может быть, конечно, оптимизирова-
на службами, отвечающими за закуп-
ки и логистику. Трудоемкость про-
изводства изделий зависит от уровня 
автоматизации технологических 
процессов и в значительной степени 
определяется конструкторами, раз-
рабатывающими печатные узлы, так 
как именно на этом этапе необходимо 
обеспечить технологичность, тесто-
пригодность и ремонтопригодность 
выпускаемой продукции (см. рис. 2).

Процесс вывода новых изделий 
на рынок в условиях существующей 
технологии и организации произ-
водства занимает, как правило, поч-
ти год (см. рис. 3).

На сроки вывода новой продукции 
влияют следующие факторы:

–	 ошибки разработчиков (см. 
рис. 4);

–	 нарушение правил и норм кон-
струирования, связанные с отсутстви-

Рис. 1. Основные фазы бизнес-процесса разработки, производства и поставки изделий радиоэлектроники
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ем современных стандартов предпри-
ятия (см. рис. 5);

–	 использование устаревших 
ограничительных перечней, не позво-
ляющих использовать современные 
компоненты, комплектующие и мате-
риалы;

–	 использование компонентов, 
комплектующих и материалов, не про-
шедших квалификацию (см. рис. 6);

–	 использование компонентов, 
комплектующих и материалов без 
входного контроля от поставщиков и 
производителей, не прошедших ква-
лификацию;

–	 низкая оснащенность произ-
водств современным сборочным, 
инспекционным, испытательным и 
контрольно-измерительным оборудо-
ванием; 

–	 большое количество ошибок 
при традиционной ручной сборке 
опытных образцов и большая трудо-
емкость их выявления и устранения. 
Для этих работ, как правило, привле-
каются высококвалифицированные 
специалисты из подразделений раз-
работки, что, в свою очередь, приво-
дит к срыву запланированных сроков 
окончания новых проектов;

–	 высокий уровень дефектов, в 
том числе «скрытых» (см. рис. 7), и 
связанная с этим высокая трудоем-
кость их диагностики и локализа-
ции.

Применение современных техно-
логий проектирования и автоматиза-
ция процесса технологической подго-
товки производства позволяют резко 
сократить сроки вывода новых изде-
лий на рынок (см. рис. 8).

Определение критериев 
эффективности 
функционирования сборочных 
производств

В качестве примера набора кри-
териев эффективного функциони-
рования сборочных производств, 
специализирующихся в основном на 
изготовлении серийной продукции, 
можно привести следующие показа-
тели.

–	 Высокое качество и надежность 
выпускаемой продукции: количество 
отказов в гарантийный период не бо-
лее 1000 ppm.

–	 Оптимальная себестоимость 
выпускаемой продукции: цена  — не 
выше среднерыночной (при рента-
бельности 4…7%).

Рис. 2. Основные параметры, определяющие себестоимость продукции в производстве

Рис. 3. Основные этапы, определяющие сроки вывода новых изделий на рынок при существующей 
технологии

Рис. 4. Разрушение компонентов печатных узлов вследствие ошибок разработчиков

Рис. 5. Некачественные паяные соединения вследствие ошибок конструкторов: размещение переход-
ных отверстий на монтажных площадках печатной платы (слева), контактные площадки неправильной 
формы (в центре), неправильное взаимное расположение контактных площадок (справа) 

Рис. 6. Дефекты компонентов: соединительные проводники на поверхности корпуса (слева), раковины в 
корпусе (в центре), несоответствующее качество эвтектической пайки (справа)
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–	 Эффективное использование 
инвестиций в техническое перевоору-
жение: возврат инвестиций в течение 
2,5 лет.

Указанные критерии успешно 
применяются для серийного произ-
водства. Для производства по выпуску 
опытных образцов и мелкосерийной 
(уникальной) продукции данные кри-
терии неприменимы.

Критерии эффективности 
для производства по 
выпуску опытных образцов, 
мелкосерийной и уникальной 
продукции

Мелкосерийную и уникальную 
продукцию нежелательно передавать 
для изготовления контрактным про-
изводителям по следующим причи-
нам:

–	 нет гарантии сохранения ком-
мерческой тайны;

–	 трудно обеспечить режим се-
кретности;

–	 нет гарантии качества и надеж-
ности;

–	 трудно управлять какими-либо 
изменениями в ходе производства.

При некачественной сборке и 
большом количестве технологиче-
ских дефектов (установлен непра-
вильный компонент, некачественное 
паяное соединение, неверная поляр-
ность компонента и т.д.) разработ-
чики должны тратить значительное 
время на диагностику и локализацию 
дефектов.

Указанные выше причины вынуж-
дают создавать участки сборки опыт-
ных образцов и производства уни-
кальной и мелкосерийной продукции 
в едином комплексе с подразделения-
ми разработки. Создаваемые участки 
должны обеспечить выпуск опытных 
образцов:

–	 с запланированным уровнем ка-
чества и надежности, который исклю-
чает высокий уровень дефектов и свя-
занную с этим высокую трудоемкость 
ремонта с привлечением квалифици-
рованных специалистов подразделе-
ний разработки; 

–	 с высокой повторяемостью тех-
нических характеристик;

–	 в запланированные сроки;
–	 с оптимальной трудоемкостью.
Организация эффективного произ-

водства участков изготовления опыт-
ных образцов позволит существенно 
снизить сроки вывода новых изделий 

на рынок и повысить конкурентоспо-
собность выпускаемой продукции.

Требования к эффективному 
производству

Для достижения поставленных це-
лей в соответствии с принятыми кри-
териями необходимо сформулировать 
требования к современному эффек-
тивному радиоэлектронному произ-
водству (см. рис. 9). 

Обеспечение максимальной за-
грузки производства  — важнейшее 
условие его эффективного функцио-
нирования. Учитывая перспективы 
развития рынка, ведущие мировые 

компании, поставщики радиоэлек-
тронной продукции, стремятся ло-
кализовать производство в России. 
Такие заказы позволят в будущем за-
грузить производства, обеспечивая их 
эффективное функционирование.

На Предприятии Остек был про-
веден анализ перечней требований, 
предъявляемых различными ино-
странными компаниями при локали-
зации производства.

Требования к оснащению
Для обеспечения высоких требова-

ний по качеству и надежности, мини-
мизации трудоемкости и себестоимости 

Рис. 7. «Скрытые» дефекты компонентов (слева) и паяных соединений (в центре и справа)

Рис. 8. Сокращение сроков вывода новых изделий на рынок с использованием современных технологий 
проектирования и автоматизации технологической подготовки производства

Рис. 9. Требования к современному эффективному радиоэлектронному производству
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выпускаемой продукции производство 
должно быть оснащено первоклассным 
автоматическим сборочным, инспекци-
онным и контрольно-измерительным 
оборудованием. Минимизация себе-
стоимости выпускаемых изделий за счет 
использования большого количества 
ручных операций при невысокой опла-
те персонала не является эффективной 
(рис. 10), так как не может обеспечить 
повторяемости параметров техноло-
гического процесса и, как следствие, 
гарантировать постоянство требуемых 
технических характеристик выпускае-
мых изделий.

Контроль качества в процессе 
производства

Для обеспечения контроля каче-
ства продукции в процессе произ-

водства необходимо использование 
современного автоматического ин-
спекционного оборудования. Исполь-
зование большого количества низкоо-
плачиваемых контролеров для поиска 
технологических дефектов на выходе 
автоматической сборочной линии 
(рис. 11) является малоэффективным. 
По статистике около 5% дефектов 
пропускается на следующую техноло-
гическую операцию и выявляется на 
стадии функционального контроля. 
Трудоемкость диагностики, локализа-
ция дефектов и ремонт изделий при-
водят к повышению себестоимости 
изделий в производстве и не могут га-
рантировать постоянного качества и 
надежности выпускаемой продукции, 
а значит, и уровня ее конкурентоспо-
собности на рынке.

Нанесение паяльной пасты яв-
ляется чрезвычайно ответственным 
процессом: более 50% всех техноло-
гических дефектов связаны с этой 
операцией. Попытки использования 
при этой операции недорогих ручных 
или полуавтоматических устройств 
(см. рис. 12) в серийном производстве  
и/или при изготовлении сложных вы-
сокотехнологичных изделий является 
неэффективным, так как повышает 
стоимость ремонтов и себестоимость 
выпускаемой продукции. Кроме того, 
при производстве современных пе-
чатных узлов с высокой плотностью 
монтажа и большим количеством 
паяных соединений под корпусами 
компонентов использование автома-
тических оптических систем контроля 
качества нанесения паяльной пасты 
является обязательным, так как сни-
жает вероятность повреждения доро-
гостоящих компонентов и печатных 
узлов в целом в процессе ремонта.

Специалистами большинства ино-
странных потенциальных заказчиков 
выставляются дополнительные тре-
бования по обязательному использо-
ванию первоклассных систем автома-
тического нанесения паяльной пасты 
(например, DEK Horizon  03i) с мак-
симальным набором опций (сухая, 
влажная и вакуумная очистка трафа-
рета, система поддержания постоян-
ной температуры и влажности, адап-
тивная система поддержки печатных 
плат и др.).

Следует особо отметить, что при на-
личии первоклассных систем автома-
тического нанесения паяльной пасты 
(DEK Horizon 03i) и автоматической 
оптической инспекции (например, 
Symbion P36) имеется дополнительная 
возможность повышения эффектив-
ности за счет коррекции параметров 
технологической операции нанесения 
паяльной пасты, при возникновении 
систематических дефектов, обнару-
живаемых системой АОИ. При этом 
реализуется требование перехода от 
стратегии диагностики и локализации 
дефектов к их предупреждению. 

Требования к компонентам, 
комплектующим и материалам

Статус продукции (компонента, 
полуфабриката, изделия) в любой мо-
мент времени должен быть однознач-
но определён. 

Компоненты, комплектующие и 
материалы, включенные в специфика-

Рис. 10. Переход от ручных операций сборки к автоматическим сборочным линиям — важнейшее усло-
вие при построении эффективного производства современной высокотехнологичной продукции

Рис. 11. Использование большого количества низкооплачиваемых контролеров на выходе автоматиче-
ской сборочной линии является бесперспективным и дорогим по сравнению с современными системами 
автоматической оптической инспекции

Рис. 12. Использование недорогих полуавтоматических устройств нанесения паяльной пасты при произ-
водстве высокотехнологичных печатных узлов с высокой плотностью монтажа является неэффектив-
ным, так как повышается вероятность возникновения большого количества дефектов
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цию на изделие, должны соответство-
вать утвержденному ограничительно-
му перечню либо быть согласованы в 
установленном порядке (см. рис. 13).

При заказе компонентов, ком-
плектующих и материалов необходи-
мо обеспечить точное соответствие 
их конструкторской документации, 
включая изготовителя, дату выпуска, 
тип упаковки.

Контракты на поставку компонен-
тов, комплектующих и материалов 
должны заключаться только с постав-
щиками, прошедшими квалифика-
цию, и только на компоненты, разре-
шенные к применению. 

Контрактами на поставку должно 
быть однозначно определено исклю-
чительное использование компонен-
тов, комплектующих и материалов 
только в фирменной заводской упа-
ковке.

Запрещено использование компо-
нентов, полученных от поставщика в 
обрезках ленты, так как невозможно 
определить статус продукции (произ-
водителя, дату изготовления, номер 
партии, время и условия хранения).

Требования к организации 
закупок компонентов, 
комплектующих и материалов

Организация закупок компонен-
тов должна обеспечивать ритмич-
ную работу, исключающую авралы и 
пропуск компонентов, полуфабри-
катов по «укороченному» циклу (см. 
рис. 14).

На предприятии должна быть ор-
ганизована постоянная работа по про-
ведению квалификации компонентов, 
производителей, поставщиков; под-
держанию и модификации ограничи-
тельных перечней и разработке про-
грамм входного контроля (рис. 15).

Требования к технологии
Типовой технологический процесс 

должен обеспечивать изготовление 
всей номенклатуры изделий, вклю-
ченных в план производства, а также 
перспективных продуктов, находя-
щихся в разработке (см. рис. 16).

Принятая (разрабатываемая) стра-
тегия контроля должна обеспечивать 
запланированный уровень качества и 
надежности выпускаемой продукции 
при оптимальной себестоимости про-
изводства.

Обеспечение повторяемости тех-
нических характеристик выпускаемой 

Рис. 13. Реализация требований к компонентам, комплектующим и материалам

Рис. 14. Организация закупок компонентов, комплектующих и материалов

Рис. 15. Блок-схема функционирования модуля квалификации в современной системе управления произ-
водством

Рис. 16. Требования к технологии 
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продукции должно быть обеспечено, 
в том числе за счёт повторяемости па-
раметров технологических процессов.

Требования к технологической 
документации

Комплект технологической доку-
ментации должен в обязательном по-
рядке включать:

–	 типовой технологический про-
цесс;

–	 конструкторскую документа-
цию (КД) на рабочие места;

–	 технологические инструкции (в 
составе КД на рабочие места);

–	 маршрутные карты.
Документация должна включать 

подробные описания:

–	 режимов технологических опе-
раций;

–	 применяемой оснастки;
–	 используемых материалов;
–	 детальное описание технологи-

ческих операций;
–	 методы и критерии оценки со-

ответствия. 
Все указанные документы должны 

постоянно поддерживаться в актуаль-
ном состоянии.

Требования по контролю 
качества

Предприятие должно иметь реаль-
но действующую систему управления 
качества ISO 9001:2008 на разработку 
и производство продукции. 

Предприятие должно поддержи-
вать периодический контроль каче-
ства (см. рис. 17), осуществляемый 
заказчиком, а также выполнять наме-
ченные корректирующие и предупре-
ждающие действия для предотвра-
щения возникновения и повторения 
обнаруженных несоответствий. Эти 
работы должны быть включены в 
план по непрерывным улучшениям 
качества продукции.

Предприятие обязано предостав-
лять отчет по испытаниям изделий 
(приемо-сдаточным и периодиче-
ским), демонстрирующий их соответ-
ствие требованиям конструкторской 
документации (техническим услови-
ям либо специфическим требованиям 
заказчика).

Предприятие обязано предостав-
лять план контроля качества и управ-
ления технологическим процессом, 
подтверждающий соответствие запла-
нированных характеристик изделия и 
параметров технологического процес-
са значениям, указанным в специфи-
кации. 

Подтверждение технических 
характеристик выпускаемой продукции

Все параметры, измеренные для 
каждого изделия в процессе проведе-
ния электрического контроля, долж-
ны заноситься в базу данных предпри-
ятия для подтверждения соответствия 
фактических значений требованиям 
технических условий либо специфи-
ческим требованиям заказчика (т.е. 
обеспечить прослеживаемость изде-
лия).

По требованию заказчика должен 
быть сформирован паспорт на каждое 
изделие (см. рис. 18), включающий, в 

Рис. 17. Рентгеновская инспекция позволяет контролировать качество паяных соединений, подтверждая 
соответствие параметров технологического процесса установленным значениям

Рис. 18. Формат записи результатов измерений, полученных в процессе проведения электрического 
контроля для каждого печатного узла

Рис. 19. ЗАО Предприятие Остек постоянно проводит семинары по повышению квалификации персонала 
своих клиентов

Рис. 20. Блок-схема автоматизированной системы управления производством
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том числе значения всех измеренных 
параметров (паспортизация).

Проверка квалификации персонала
Регулярно, по крайней мере, один 

раз в год должна проводиться провер-
ка знаний и аттестация персонала. 

Для поддержания надлежащей 
квалификации персонала необходимо 
проводить обучение в соответствии с 
разработанным и утвержденным пла-
ном (рис. 19).

Вся информация, связанная с обу-
чением, должна постоянно актуа-
лизироваться и предоставляться по 
первому требованию аудиторов.

Требования к организации 
производства

Система управления современным 
производством (см. рис. 20) должна обе-
спечивать выполнение следующих задач:

–	 стратегическое и оперативное 
планирование (включая производ-
ство, разработку и вывод на рынок 
новых изделий);

–	 оперативное управление (разра-
ботками, производством и продажами);

–	 управление продажами и по-
ставками;

–	 управление ресурсами;
–	 управление закупками и логи-

стикой.
Кроме того, система управления 

должна обеспечивать: 
–	 четкое выполнение заказов в 

установленные сроки, с запланиро-
ванным уровнем качества и надежно-
сти, по оговоренной цене;

–	 выполнение графиков техноло-
гической подготовки производства и 
постановки на производство новых 
изделий (см. рис. 21);

–	 поддержание строгой технологи-
ческой дисциплины, гарантирующей 
точное выполнение установленной 
технологии изготовления изделий.

Требования к подготовке 
помещений и инженерному 
обеспечению

Подготовка помещений должна 
быть выполнена по согласованному 
и утвержденному проекту в соответ-
ствии со следующими документами 
(см. рис. 22):

–	 рекомендациями изготовителей 
оборудования;

–	 требованиями конструкторской 
документации на выпускаемую про-
дукцию;

Рис. 21. Модуль технологической подготовки производства

Рис. 22. Требования к подготовке помещений и инженерному обеспечению

–	 требованиями технологической 
документации;

–	 требованиями международных 
и/или национальных стандартов.

Требования по поддержке 
технического состояния 
оборудования

Технологическое оборудование 
должно поддерживаться в работо-
способном состоянии. Проведение 
регламентных работ должно осу-
ществляться только квалифициро-
ванным персоналом, прошедшим 
обучение на фирме-изготовителе 
оборудования или уполномочен-

ным ее представителем, допущен-
ным к проведению указанных работ 
(рис. 23).

При проведении технического об-
служивания должны использоваться 
только рекомендованные фирмой-
изготовителем инструменты и мате-
риалы.

Записи о проведении технического 
обслуживания должны регулярно за-
носиться в соответствующий журнал 
(формуляр).

Заключение
Основные задачи, которые необ-

ходимо решить при построении эф-

Рис. 23. Техническое обслуживание и ремонт должны проводиться только квалифицированным персона-
лом, прошедшим обучение на фирме — изготовителе оборудования
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фективного производства, отражены 
в блок-схеме (рис. 24).

Построение эффективного произ-
водства  — это цель, к которой стре-
мится каждый современный руко-
водитель, прекрасно сознавая, что 
достижение ее позволит:

–	 обеспечить стабильный вы-
пуск конкурентоспособной продук-
ции;

–	 добиться минимальных сроков 
вывода новых изделий на рынок;

–	 выйти на новые сегменты 
рынка;

–	 обеспечить высокие темпы раз-
вития компании;

–	 гарантировать динамичный рост 
объемов продаж выпускаемой про-
дукции и прибыли.Рис. 24. Блок-схема процесса построения современного эффективного производства

новости рынка
5 февраля 2010 года в Минэкономразвития прошло совещание 

с участием представителей ассоциаций предприятий, работающих 
в сфере высоких технологий. Основной темой совещания стало об-
суждение механизмов взаимодействия ассоциаций и министерств.

Открыло совещание выступление Ивана Покровского, пред-
ставителя Ассоциации производителей электронной аппаратуры и 
приборов. Он обозначил направления взаимодействия, имеющие 
первоочередное значение для электронной отрасли, и предложил 
конкретные меры по налаживанию сотрудничества между ассо-
циациями и министерствами. Его позицию поддержал Николай 
Комлев, исполнительный директор ассоциации АПКИТ, который 
отметил отсутствие реакции чиновников на многочисленные и до-

вольно детальные предложения ассоциаций по развитию отрасли 
высоких технологий.

А.Н. Клепач, заместитель Министра экономического развития, и 
С.А. Наумов, заместитель Министра промышленности и торговли, в 
завершение совещания перечислили возможные направления со-
вместной работы по совершенствованию механизмов поддержки 
отрасли. Они пригласили представителей ассоциаций принимать 
более активное участие в деятельности существующих структур, 
а также перечислили конкретный перечень лиц, ответственных за 
взаимодействие с бизнес-ассоциациями

www.russianelectronics.ru

Министерства призвали ассоциации к более активному 
сотрудничеству

новости рынка
Несколько немаловажных обстоятельств, по мнению аналити-

ков IC Insight, указывают, что следует ожидать восстановления ин-
дустрии полупроводников в 2010 г.

Международный валютный фонд существенно увеличил про-
гноз роста мирового ВВП в 2010 г. с 3,1 до 3,9%. Позитивная ди-
намика наблюдается с изменением ключевых макроэкономиче-
ских индексов. Так, американский опережающий Индекс ведущих 
макроэкономических индикаторов (LEI) в декабре прошлого 
года увеличился на 1,1%, а за последние восемь месяцев 2009 г. 
добился роста на рекордные 8,8%, что связывается с ростом по-
требительского доверия в стране — крупнейшем потребителе 
полупроводников. Не менее высокая позитивная динамика сопут-
ствует индексу PMI, который отражает развитие промышленного 
сектора экономики США. В январе 2010 г. он достиг отметки в 58,4 
пункта, тогда как любое значение свыше отметки в 50 пунктов ука-
зывает на здоровый рост.

Не менее высокие показатели демонстрирует еще один круп-
ный потребитель IC — Китай. Рост ВВП в стране по итогам IV кварта-
ла 2009 г. составил 10,7%, а китайская версия индекса PMI в январе 
2010 г. преодолела 57,4 пунктов.

Несмотря на традиционное сезонное падение продаж, наблюда-
емое по индикатору «четвертый квартал прошлого года к первому 
кварталу текущего года», многие полупроводниковые компании, 

среди которых TI, Altera, ON Semi, Microchip и др. объявили об ожи-
даемом квартальном росте продаж.

В финальной четверти 2009 г. загрузка мощностей по производ-
ству пластин 300 мм превысила 95%, что, по мнению аналитиков, 
приведет к росту ASP на чипы и боле быстрому росту IC-индустрии 
в целом.

Ожидается, что благодаря высокой загрузке мощностей и росту 
спроса на полупроводники, по итогам текущего года производите-
ли увеличат свои капиталовложения по меньшей мере на 45%, а в 
лучшем случае на 60% в годовом сравнении.

Наконец, после откровенно слабого 2009 года оживились про-
дажи главных IC-потребителей — ПК и телефонов. Если спрос на 
ПК будет усиливаться популярностью Windows 7, то в мобильном 
направлении отличным катализатором спроса станут смартфоны с 
поддержкой 3G.

Среди негативных факторов роста рынка полупроводников вы-
делено возможное увеличение цен на нефть свыше $100 за бар-
рель, способные подорвать потребительскую активность теракты, 
а также возможный коллапс экономик Греции и ОАЭ.

Учитывая вышеизложенное, IC Insight оценивает рост полупро-
водниковой отрасли по итогам текущего года в пределах 15—20%.

www.russianelectronics.ru

Рост полупроводниковой отрасли в 2010 г. превысит 15%
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26 января 2010 года компании «PCB technology» и «КБ Схема-
тика» провели в Москве совместный семинар на тему «Введе-
ние в САПР печатных плат Cadence Allegro». Семинар посетили 
инженеры-конструкторы нескольких ведущих предприятий 
г. Москвы.

Основной доклад прочитал израильский специалист по проек-
тированию сложных печатных плат Евгений Махлин, автор цикла 
статей по применению пакета Allegro фирмы Cadence.

Слушатели семинара узнали, в чем состоят преимущества одно-
го из лучших решений для проектирования сложных печатных плат 
перед другими программными продуктами, и ознакомились с кри-
териями оптимального выбора САПР ПП для отечественных пред-
приятий.

В конце семинара состоялась презентация учебного курса 
«Успешный переход на САПР печатных плат Cadence Allegro». 
Этот курс проводится в Москве с января 2010 года специалиста-
ми дизайн-центра печатных плат «КБ Схематика». Он позволяет 
предприятиям-клиентам обучить инженеров-конструкторов 
работе в Cadence Allegro и в кратчайшие сроки перевести всю 
работу конструкторского бюро с устаревших САПР на этот со-
временный пакет, с сохранением наработок и переносом старых 
проектов.

www.pcbtech.ru

Семинар «Введение в САПР печатных плат Cadence Allegro»


